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반도체 Fab의 생산선형성 향상을 위한 일간생산계획 방법론
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In this paper, we propose a practical method for setting up a daily production plan which can operate 
semiconductor fabrication factories more stably and linearly by determining work in process (WIP) targets and 
movement targets. We first adjust cycle times of the operations to satisfy the monthly production plan. Second, 
work in process (WIP) targets are determined to control the production progress of operations: earliness and 
tardiness. Third, movement targets are determined to reduce cumulated differences between WIP targets and 
actual WIPs. Finally, the determined movement targets are modified through a simulation model which con-
siders capacities of the equipments and allocations of the WIPs in the fab. The proposed daily production plan-
ning method can be easily adapted to the memory semiconductor fabs because the method is very simple and has 
straightforward logics. Although the proposed method is simple and straightforward, the power of the method is 
very strong. Results from the shop floor in past few periods showed that the proposed methodology gives a good 
performance with respect to the productivity, workload balance, and machine utilization. We can expect that the 
proposed daily production planning method will be used as a useful tool for operating semiconductor fabrication 
factories more efficiently and effectively.
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1. 서  론

반도체 산업 분야의 기업들은 치열해져가는 시장 환경에 적극

적으로 대응하기 위해, 보다 집적도가 높은 반도체를 더 저렴

하게 생산하기 위한 설계 및 제조기술 분야에 지속적인 투자

를 진행해왔다. 이 결과 현재의 주력 반도체 제품들의 정밀도

는 29나노와 25나노 공정을 넘어 20나노와 16나노 공정을 지향

하고 있으며, 웨이퍼의 크기 역시 200mm 시대를 지나 300mm
가 주력이 되었으며 향후 450mm 시대를 준비하고 있다. 선도

적 기업들은 이러한 변화의 노력을 통해, 한 장의 웨이퍼에서 

보다 큰 용량의 반도체를 더 많이 생산함으로써, 반도체 산업

에 있어서 가장 중요한 경쟁요소 중 하나인 가격 경쟁력을 확

고히 유지하고 있다. 그러나 집적도의 향상은 제조공정 상 여

러 가지 제약사항들을 만들어 냄으로써 반도체 Fab의 생산관

리를 보다 복잡하게 만들었으며, 또한 웨이퍼의 대형화는 작

업자가 수작업을 통해 웨이퍼 카세트를 직접 다룰 수 없는 상

황을 만들었다. 이러한 상황변화에 대처하기 위해 선진적인 

반도체 Fab에서는 물류장비를 자동화하고 생산계획 및 일정

계획을 체계적으로 정비하여 시스템화하고 있다.   
이와 같은 자동화 및 시스템화 노력은 <Figure 1>에 나타나 

있는 바와 같이, 기업 경영상의 상위로부터 하위까지의 전 계

층에서 이루어지는 관리활동, 즉, 전사적 자원관리, 생산계획 
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Figure 2. Objectives of the proposed production planning method

Figure 1. Decision making hierarchy in the semiconductor fab

및 일정계획, Fab 운영, 생산현장 실행 등에서 발생하는 의사

결정을 자동화 한다는 것을 의미한다(Jeong, 2008). 이 중 생산

계획 및 일정계획 단계에서는 장기, 중기, 단기에 대한 제품별 

생산량을 결정하는 생산계획 기능과 결정된 생산량을 최적으

로 생산하기 위해 작업순서를 결정하는 일정계획 문제를 해결

한다. 특히 Fab의 생산성 및 시장대응성은 이와 같은 생산계획 

및 일정계획 문제들을 해결하기 위해 어떤 방법론을 사용했는

가에 따라 지대한 영향을 받게 된다. 최근 Fab 운영에 있어서 

생산계획 및 일정계획의 역할에 대한 인식이 제고됨에 따라 

많은 Fab이 생산계획 및 일정계획 문제를 해결할 수 있는 보다 

지능화된 형태의 Advanced Planning and Scheduling(APS) 시스

템을 구축하기위해 노력하고 있다.  
본 연구에서는 DRAM과 NAND Flash로 대변되는 메모리 

반도체 Fab을 대상으로 적정 재공재고(Work In Process; WIP)
의 개념을 이용하여 월간생산계획의 효율적 달성을 목표로 하

는 일간생산계획 수립 방법론을 제안한다. 즉, <Figure 2>와 같

이 월간생산계획을 달성함에 있어 Fab의 무브먼트(Movement; 
세부공정별 가공량으로 마지막 공정인 Fab Out 공정의 무브먼

트가 생산량이 됨)의 값을 증가시키고 산포를 감소시키며, 
WIP(공정 앞에서 작업을 위해 대기 중인 Lot의 수)과 사이클 

타임(Cycle Time; 각 공정에 대한 대기시간과 가공시간의 합으

로 Lot이 해당 공정에 머무는 시간)의 값 및 산포를 최소화하

는 것을 목적으로 한다. 이러한 목적들은 반도체 Fab을 운영함

에 있어 각 제품공정에 대한 생산량을 가능한 한 시간대별로 

일정하게 유지하는 운영체계를 갖춤으로써 달성할 수 있다. 
본 연구에서는 이와 같이 생산계획을 달성함에 있어 생산선형

성(Linearity)을 확보함으로써 Fab의 안정성 및 생산성을 동시

에 충족시키는 일간생산계획 수립 방법론을 개발하는 것을 목

표로 한다.  
이와 같이 생산선형성을 유지함으로써 공장의 설비를 안정

적으로 운영하고자하는 연구들은 그간 지속적으로 진행되어 

왔다. 먼저 첫 번째 분야에서는 반도체 Fab에 대한 범용적인 

생산 및 일정계획 방법론을 제시함으로써 생산 효율성 및 효

과성을 높이기 위한 연구를 진행하였다. Yea and Kim(1997)는 

반도체 Fab을 대상으로 주어진 생산 소요량과 목표 공기를 효

율적으로 달성하기 위한 포토 공정의 병목 장비를 고려한 교대

근무시간 단위의 생산 일정계획 방법론을 제안하였다. Li et al. 
(2004)는 동적으로 변하는 반도체 수요에 대응하기 위한 다중 

에이전트 기반의 실시간 스케줄링 알고리즘을 제안하였다. 
Huang et al.(2007)은 유전자 알고리즘 기반의 오프라인 최적화 
단계와 마코브 의사결정 모형에 기반을 둔 온라인 디스패칭 

단계로 구성된 300mm 웨이퍼 Fab에 대한 2단계 스케줄링 알
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고리즘을 제안하였다. Kim et al.(2008)은 연구개발 Fab에 대해 

납기준수, 생산량 증대, WIP 감소, 사이클 타임 감소 등의 목적

을 달성하기 위한 혼합정수계획법 기반의 Fab-Wide 스케줄링 

시스템을 제안하였다. Choi and Lee(2009)는 대기시간 제약과 

배치공정의 특성이 존재하는 세정과 확산으로 이루어진 연속

공정 구간을 대상으로 일정계획 알고리즘을 제안하고 실시간 

일정계획 시스템을 개발하였다. Choi(2012)는 포토 공정에 대

해 다양한 공정 선택 우선순위 규칙들과 Lot 선택 우선순위 규

칙들을 제안하고, 그 조합을 이용하여 다양한 휴리스틱 알고

리즘들을 개발하였다. Kao et al.(2014)는 두 단계로 구성된 소

형 Fab를 대상으로 장비의 변동성 요인을 통계적 기법을 활용

하여 각 장비의 생산 목표를 수립하는 방법론을 제시하였다. 
두 번째 분야에서는 연구범위를 조금 더 좁혀 반도체 Fab 각 

공정의 WIP을 통제함으로써 생산선형성을 향상시킬 수 있는 

생산 및 일정계획 체계 수립에 대한 연구를 진행하였다. Qiu et 
al. (2002)는 네트워크 컴퓨팅 기술과 가상 생산 라인 개념을 

이용하여 분산형 WIP 통제 시스템 아키텍처를 제안하였다. 
Miygjashita et al.(2003)은 Fab 내의 WIP을 목표 수준으로 유지

하기 위해 WIP을 일정한 시점에만 다음 공정으로 이동시키는 

휴리스틱 규칙 기반의 정기 생산계획 및 통제 방법론을 제시하

였다. Ruijie and Zhongjie(2008)은 퍼지 알고리즘과 제약이론에 

기반을 둔 피드백 통제 방법론을 이용하여 Fab으로의 WIP 투
입을 관리함으로써 사이클 타임과 WIP 수준을 감소시키고 적시

배송을 증가시키고자 하였다. Duemmler and Wohlleben(2012)
는 반도체 Fab의 시장 대응성을 향상시키기 위해 디스패칭, 일
정계획, 물류예측, 용량계획 및 최적화 등의 기능을 탑재한 

WIP 흐름관리 시스템 프레임웍을 제안하였다. Yang et al.(2014)
는 시뮬레이션 연구를 통해 병목공정을 탐지하는 기법을 제안

하였고 이를 토대로 각 공정별 WIP 수준이 결정되어야 함을 주

장하였다.
세 번째 분야는 반도체 Fab의 생산선형성을 향상시키기 위해 

직접적으로 각 공정에 대한 목표 WIP을 결정하는 방법론을 다

루고 있다. Potti et al.(1994)은 간판 시스템을 근간으로 하는 반

도체 Fab의 각 공정에 대한 적정 WIP을 결정하기 위한 시뮬레

이션 연구를 진행하였다. Iriuchijima et al.(1998)은 누적 생산량 

그래프를 이용하여 Fab의 필요 생산량과 현재 WIP을 하나의 

그래프에 동시에 표시하고, 이들의 차이를 줄이는 방향으로 각 

공정에 대한 생산목표를 결정하는 방법론을 제안하였다. Lee
(2002)는 회귀분석을 통해 WIP과 사이클 타임은 서로 정의 상

관관계가 있으며, WIP과 재고소진율은 부의 상관관계가 있음

을 보였다. Liu et al.(2006)은 인공신경망을 이용하여 Fab 안의 

총 WIP을 결정하고 대기행렬이론을 이용하여 총 WIP을 각각

의 장비에 할당하는 방법론을 제시하고, 시뮬레이션을 통해 사

이클 타임의 평균과 분산 측면에서 Fab의 성능이 개선됨을 보

였다. Chung and Jang(2009)는 병목장비의 일감 부족으로 인한 

작업중단을 최소화함으로써 생산량을 최대화하기 위한 혼합

정수계획법 기반의 WIP 균형화 방법론을 제안하였다. 

위에서 살펴본 바와 같이 반도체 Fab의 최적 운영을 위한 지

속적인 연구들의 결과로 반도체 Fab에 대한 다양한 생산 및 일

정계획 방법론들이 제시되어 왔다. 그러나 이러한 연구들은 

대부분 실제 양산 Fab을 대상으로 진행된 것이 아니라 가상의 

Fab 또는 실험실 수준의 테스트 Fab에서 진행된 것들이어서 

양산 Fab에 직접 적용되기에는 그 현실성이 매우 떨어지는 형

편이다. 문제 상황에 대한 단순화 가정에 기반을 두고 개발된 

방법론은 Fab의 복잡한 현장 상황을 제대로 반영하지 못함으

로써, 도출된 생산계획 결과를 Fab에 적용하는 경우 애초 예상

과 달리 Fab을 더 불안정하게 만드는 결과를 초래하곤 한다. 
이러한 이유로 많은 생산계획 방법론들이 Fab에 적용된 후 뿌

리를 내리지 못하고 명목상으로만 유지된 채 방치되는 일들이 

지속적으로 발생하고 있다. 또한 수리적 또는 인공지능 기법 

등 블랙박스 형태의 이론적 방법론에 기반을 둔 생산계획 시

스템은 자신이 생성한 생산목표를 현장 생산관리 담당자에게 

합리적으로 설명하지 못함에 따라 현장에서 외면당하는 현상

이 종종 발생하고 있다. 이에 본 연구에서는 Fab의 현실적인 

상황을 최대한 반영하여 현장 생산관리 담당자가 납득할 수 

있는 보다 간단하면서도 실용적이며 설명가능한 생산선형성 

지향 생산계획 방법론을 개발하고자 한다. 
본 논문은 다음과 같이 구성된다. 먼저 다음 장에서는 본 연

구에서 다루고 있는 일간생산계획 문제에 대해 설명한다. 제 3
장에서는 제품공정별 생산목표량을 결정하기 위한 이상적 

WIP 분포 기반의 방법론을 제안하며, 제 4장에서는 제안된 방

법론을 보다 쉽게 설명하기 위한 예제를 서술한다. 마지막으

로 제 5장에서는 본 연구의 의의와 기대효과를 서술하며 논문

을 맺는다. 

2. 문제정의

본 연구에서 대상으로 삼고 있는 Fab은 DRAM과 NAND Flash
로 대변되는 메모리 반도체를 생산하고 있다. 이들의 생산을 

위해서는 <Figure 3>에 나타나 있는 바와 같이 공 웨이퍼가 

Fab에 투입되어 초기 작업을 마친 후 보통 25장의 웨이퍼를 하

나의 카세트(Front Opening Unified Pod; FOUP)에 담아 Lot을 

구성한다. 이후 Lot 단위로 침적, 포토(도포, 노광, 현상), 식각, 
세정, 확산 등의 공정을 반복적으로 수행한 후 Fab을 빠져나가

게 된다. 하나의 Fab에서는 보통 몇 가지 종류의 기술을 기반

으로 한 다양한 제품이 동시에 생산되고 있다. 보통 하나의 제품

은 Fab In 공정을 기점으로 300에서 500개 정도의 주요(Main) 
공정(스텝)을 거친 후 Fab Out 공정을 빠져나가 후처리 공장으

로 이동한다. 이 상황에서 Fab의 운영을 위해 해결해야 할 일간

생산계획 문제는 다음과 같다. 첫째, 제품공정별로 해당 공정 

다음에 위치한 버퍼에 몇 개의 WIP을 유지해야 하는가와 관련

된 WIP 목표 설정 문제와 둘째, 제품공정별로 오늘 하루 동안 

몇 개의 웨이퍼를 가공해야 하는가와 관련된 무브먼트 목표 
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Figure 3. Main operations of the memory semiconductor

설정 문제이다. 
본 연구에서 다루고자 하는 Fab에 대한 WIP 목표와 무브먼

트 목표 설정 문제는 <Figure 1>의 생산계획 및 일정계획 단계

의 의사결정에 포함된다. 본 연구에서는 월간생산계획을 포함

하여 중장기 생산계획을 수립하는 도구는 이미 마련되어 있으

며, 또한 일정계획과 Fab 운영 및 장비 실행을 위한 방법론 역시 

이미 시스템화 되어 Fab에 구축되어 있는 상황을 가정한다. 따
라서 월간생산계획은 주어져 있으며 각 제품공정별로 일간 무

브먼트 목표가 설정되면 이를 달성하기 위해 Lot 간 작업순서

를 결정하여 실행에 옮기는 과정은 자동적으로 처리된다. 본 연

구에서는 이와 같이 월간생산계획이 확정되어 있는 상황에서 

각 제품공정별 WIP 목표를 설정한 후 무브먼트 목표를 설정함

으로써 각 제품 공정별로 일간 가공량을 결정하기 위한 방법론

을 개발하는 것으로 연구범위를 한정한다. 즉, 일간생산계획 문제

는 각 제품공정별 월간생산계획을 달성함에 있어 생산선형성

을 유지할 수 있는(무브먼트의 평균은 증가시키면서 분산은 감소

시키고 WIP과 사이클 타임의 평균과 분산을 감소시킬 수 있는) 
WIP 목표와 무브먼트 목표를 수립하는 문제로 정의될 수 있다. 

본 연구에서는 이와 같이 정의된 일간생산계획 문제의 해결

을 위한 효율적․효과적이며 현장적용이 용이한 실용적인 방

안을 제시하고자 한다. 즉, 본 연구는 단지 연구실 수준의 비현

실적인 방법론이 아닌 현장에서 많은 시행착오를 통해 축적한 

운영경험에 학술적 이론을 부가하여 현장에서 실제로 사용할 

수 있는 현실적인 방법론을 개발하는 것을 목표로 하고 있다. 본 

연구에서 제안된 개념은 이미 반도체 Fab의 Advanced Planning 
and Scheduling(APS) 시스템에 탑재되어 실제로 운영 중이며, 
이러한 사실이 개발된 방법론의 실용성을 대변한다고 할 수 있다. 
본 연구에서 제안된 일간생산계획 수립 방법론 활용을 통해 반

도체 기업들은 생산성 향상 및 비용 절감을 실현함으로써 국제

적 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대한다. 
본 연구에서 다루고 있는 일간생산계획 문제를 보다 명확하게 

서술하기 위해 다음과 같은 기호와 의사결정변수를 정의한다. 
[인덱스 정보] 
  : 제품,    ⋯
  : Fab에서 동시에 생산하는 제품의 가짓수

  : 제품 의 공정,    ⋯
  : 제품 의 공정의 수,    ⋯
  : 작업월,   ⋯
  : 총 작업월 수

  : 작업일,    ⋯

  : 총 작업일 수,  




,   ⋯

  : 월의 작업일 수,   ⋯
  :  작업일이 속한 작업월,    ⋯
  :  작업일을  작업월의 순차일로 환산한 값, 

  이면   ,   이면    


 

, 

   ⋯

 : 오늘(금일)을 나타내는 날짜 인덱스

[기준 정보]
  : 제품 에 대한 공정 의 사이클 타임으로 단위는 

일,    ⋯,    ⋯
  : 제품 에 대한 공정 의 잔여 사이클 타임, 

  




,    ⋯, 

   ⋯ ,   

 : 월에 대한 제품 의 완제품 월간 수요량, 
   ⋯,   ⋯

 : 월에 대한 제품 의 스텝 무브먼트, 즉, 월에 하루 
동안 생산해야 하는 제품 의 완제품 물량으로 생산
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Figure 4. Serial view of the fabrication process of product 

선형성을 달성하기 위해 해당 월에 매일 동일한 물

량을 생산하는 상황을 가정,  , 
   ⋯,   ⋯

 : 작업일 에 대한 제품 의 스텝 무브먼트, 
   ,    ⋯,   ⋯

 : 제품 의 공정 에 대한 작업일 의 정적 무브먼트 

목표,    ,    ⋯, 

   ⋯,   ⋯
 : 제품 의 공정 에 대한 금일 초 시점의 WIP 

물량으로 공정 을 마치고 바로 다음 공정 

의 처리를 위해 대기하고 있는 WIP 물량으로 정

의됨,    ⋯,    ⋯ 
 : 오늘까지 생산된 제품 의 완제품 누적 월간 생

산실적량, 즉, 금월 


 1일부터 금일 (=
)까

지의 생산량,    ⋯

[의사결정변수]
 : 제품 의 공정 에 대한 금일의 WIP 목표로 <Figure 

4>에 묘사되어 있는 바와 같이 금일 말 시점에 공정 

를 마치고 바로 다음 공정 o+1의 처리를 위해 대기

하고 있는 WIP의 목표 물량으로 정의

 : 제품 의 공정 에 대한 금일의 무브먼트 목표로 

<Figure 4>에 묘사되어 있는 바와 공정 에서 당일 

처리하는 물량으로 정의 

본 연구에서는 <Figure 4>에 묘사되어 있는 바와 같이 월간

생산계획을 충족하기 위한 제품 의 각 공정 에 대한 금일 말 

시점의 WIP 목표 와 금일 동안의 무브먼트 목표 
를 결정하는 일간생산계획 문제를 다룬다. 제품 는 총 개

의 공정을 거쳐 완제품으로 가공된다. 즉, 공정 1에서 Fab에 투

입된 후 연속되는 공정들을 거치고 공정 에서 가공을 마친 

후 Fab을 떠나게 된다. 여기서, 첫 번째 공정의 무브먼트 목표 

은 오늘 Fab으로 새롭게 투입되는 물량을 의미하며, 마
지막 공정의 무브먼트 목표 는 오늘 생산이 완료되어 

Fab에서 빠져나가는 완제품 물량을 의미한다. 첫 번째 공정 앞

의 WIP(Raw Wafers)은 무한하다고 가정하며, 마지막 공정의 

WIP(Fabricated Wafers)을 나타내는 는 금일까지 생산

을 완료한 이번 달의 누적생산량을 의미한다. <Figure 4>에 나

타나 있는 바와 같이, 일에 제품 의 공정 에 대한 가공을 

완료하면, 이 WIP들은 이후 공정들을 거쳐 일로부터 제품 

에 대한 공정 의 잔여 사이클 타임  만큼이 경과된 시

점에 완제품으로 Fab을 빠져나가게 된다. 따라서 제품 의 공

정 에 대한 일의 정적 무브먼트 목표 는 일로부터 

제품 에 대한 공정 의 잔여 사이클 타임  후의 제품 

의 스텝 무브먼트 가 된다.

본 연구에서 다루고 있는 일간생산계획 문제에서는 각 제품

에 대한 생산계획을 수립하기 위한 수요정보 , 현재의 

생산진도를 나타내는 완제품 생산실적 정보  , 공정별 

WIP 정보 가 주어져 있다고 가정한다. 실제 Fab에서는 

이러한 정보들이 장비실행시스템(Machine Execution System; 
MES)을 통해 실시간으로 수집되어 APS 시스템으로 제공되고 

있다. 본 연구에서 다루고 있는 첫 번째 문제는 생산선형성을 

가정하여 오늘까지 수행되었어야 할 완제품 및 WIP 생산진도

를 맞출 수 있는 WIP 목표 를 설정하는 것이며, 두 번째 

문제는 설정된 WIP 목표를 달성할 수 있는 무브먼트 목표 

를 설정하는 것이다. 따라서 일간생산계획 문제의 최종

적인 의사결정변수는 각 제품의 공정별 무브먼트 목표 
라고 할 수 있다. 즉, 일간생산계획 문제는 Fab에 산재되어 있

던 여러 가지 원인들로 인해 생산선형성을 벗어나 있는 Fab 상
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Figure 5. Concept of the WIP Target and the movement target

Figure 6. Modification concept of the cycle times

태를 다시 안정된 Fab 상태로 되돌리기 위한 각 제품공정별 일

간 생산량을 결정하는 문제이다. 이러한 일간생산계획은 하루 

간격으로 매일 작업시작 시점에 수행한다. 즉, 오늘 작업이 시

작되는 시점에 한번 일간생산계획을 수행하며, 다음 일산생산

계획은 내일 작업이 시작되는 시점에 수행된다.

3. 일간생산계획 수립 방법론 

만약 반도체 Fab이 생산선형성을 충족한 채 완벽하게 안정된 

상태에 있다면, Fab Out 공정의 WIP은 금월 생산일수 대비 

오늘까지 경과된 생산일수에 비례한 생산계획량을 유지하

고 있게 된다. 또한 나머지 공정들은 후속공정의 사이클 타

임과 일간 생산량의 곱에 해당하는 생산계획량을 WIP으로 

유지하게 된다. 즉, 매일같이 모든 공정이 일정한 물량을 생

산하면 모든 공정의 WIP이 이상적인 WIP 분포를 의미하는 

WIP 목표를 유지하게 되는 것이다. 그러나 특정한 공정들에

서 발생한 장비고장, 제품불량, 재작업 등 불확실성으로 인

한 생산차질은 전후공정의 생산진도에 연속적으로 영향을 

미치게 된다. 이로 인해, 어떤 특정한 시점에 Fab을 관찰해보

면 <Figure 5>에서와 같이 회색으로 채워진 각 공정의 WIP이 

점선으로 표시된 WIP 목표에서 벗어나 있는 경우가 종종 발

생한다. <Figure 5>의 a)의 경우 공정   앞의 WIP은 과잉인 상

태이고 뒤의 WIP은 부족한 상태이다. 따라서 공정 에서 생

산을 촉진하여, 즉, 생산량을 늘려 앞쪽의 과잉재고를 신속

하게 뒤쪽 공정으로 이동시킴으로써 전체적인 생산진도를 

맞춰나가야 한다. 반대로 b)의 경우 생산량을 줄여 앞쪽의 

WIP은 다시 적정 수준으로 쌓이게 하고, 뒤쪽의 WIP은 공정 

에서 공급을 줄여 빠르게 소진시킴으로써 생산진도를 맞춰

야 한다. 본 연구에서 제안하고 있는 일간생산계획 방법은 

WIP 균형화 개념에 입각하여 생산선형성을 만족하는 이상

적인 WIP 목표를 설정해놓고 이를 달성할 수 있는 무브먼트 

목표를 결정하는 방식을 이용한다. 이와 같은 방법으로 공정 

의 생산진도가 느린 상태인 <Figure 5>의 a)에서는 안정상

태의 생산량인 정적 무브먼트 목표보다 WIP 부족량만큼 증

가시킨 무브먼트 목표를 부여하고, 공정 의 생산진도가 빠

른 상태인 b)에서는 정적 무브먼트 목표보다 WIP 과잉량 만

큼 감소시킨 무브먼트 목표를 설정한다.

3.1 사이클 타임 조정

일간생산계획을 수립하기 위해서는 먼저 생산진도를 파악

하기 위해 <Figure 6>에 묘사되어 있는 바와 같이 Fab Out 공정

으로부터 Fab In 공정방향으로 후진하며 특정 공정 앞에 쌓여
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Figure 7. Calculation concept of the WIP targets

있는 WIP까지의 누적치인 


 



가 오늘 가 포함된 

달 

의 완제품 의 월간수요량 보다 크거나 같아지

는 공정 
을 결정한다. 이는 이미 Fab Out되어 완제품 재고로 

존재하는 금월 생산실적 물량 와 공정 
 부터 Fab Out 

공정 앞에 WIP 상태로 대기 중인 모든 물량이 Fab Out되어야 

제품 에 대한 금월의 수요를 충족할 수 있다는 의미가 된다. 
공정 

 앞에 대기 중인 물량이 정확하게 금월 말일에 완제품

으로 생산되기 위해서는 Fab Out되기까지 앞으로 수행해야 할 


 공정 이후의 사이클 타임의 합계 






가 금월의 잔여

생산일 


과 같아야 한다. 이와 같은 조건을 충족

시키기 위해, 제안된 방법론에서는 
 공정 이후로부터 Fab 

Out 공정까지 모든 공정의 사이클 타임 를 진도조정비율, 
즉, 잔여 생산일을 잔여 사이클 타임의 합계로 나눈 비율 











를 반영하여 일괄적으로 조정한다. 

만약 진도가 빠른 경우,     






의 관계

가 성립하여 진도조정비율이 1보다 크게 됨으로써 사이클 타

임이 늘어나는 효과가 있으며, 진도가 느린 경우, 





  






의 관계가 성립하여 진도조정비율이 1보다 

작게 됨으로써 사이클 타임이 줄어드는 효과가 있다. 이와 같

이 특정 공정을 처리하는 데 소요되는 사이클 타임을 조정함

으로써 전체적인 생산진도의 빠름과 느림을 생산선형성 측면

에서 적절한 수준으로 원상복귀 시키는 효과를 얻을 수 있다. 

3.2 WIP 목표 결정

진도 상의 특별한 문제가 발생하지 않아 금월 

동안 일정

한 비율로 완제품 의 생산이 진행되었다면, 금일  시작 전

까지의 완제품 생산량은 경과된 생산일수에 선형적으로 비례

하게 된다. 즉, 금월의 총 생산일수   중 경과된 생산일수 

 의 비율만큼 금월의 수요량 의 생산량이 완료

되어 있어야 한다. 따라서 금일 시작 전까지의 생산실적량 목

표를 의미하는 Fab Out 공정의 WIP 목표 는 <Figure 7>

과 같이  ×  의 값을 갖게 된다. 

Fab Out 공정을 제외한 나머지 공정의 WIP 목표는 후속 공정

에서 사이클 타임동안 안정적으로 작업하기 위해 필요한 WIP 
수준으로서, 후속 공정을 위한 안전재고 성격의 WIP 물량을 의

미한다. 이 물량은 각 공정에서의 사이클 타임과 일간생산량에 

전적으로 비례한다. 예를 들어, 하루 동안의 Fab Out 생산량이 

100개이고 Fab In부터 Fab Out까지의 사이클 타임의 합계가 10
일이라면, Fab 안에는 총 1,000개(= 100개/일×10일)의 WIP이 

존재해야만 한다. 그리고 이 물량들은 각 공정의 사이클 타임을 

기준으로 개별 공정에 할당되게 된다. 오늘 하루 동안 후속 공

정에서 생산해야 할 물량은 이상적인 경우에 정적 무브먼트 목

표가 되므로, 사이클 타임동안 작업해야 할 물량은 정적 무브먼

트에 사이클 타임을 곱한 값이 된다. <Figure 7>에 나타나 있는 

바와 같이, 공정 의 WIP 목표 는  제품 의 공정 를 완

료한 후 공정 의 작업을 위해 대기하고 있는 WIP의 이상적 

물량으로서 공정 의 적정재고를 의미한다. 따라서 
는 공정 의 사이클 타임 과 정적 무브먼트 목표 




를 이용하여   ×와 같

이 정의된다. 

3.3 무 먼트 목표 결정

각 공정에서의 생산진도를 맞추기 위한 WIP 목표가 결정되

고 나면, 오늘 하루 동안의 생산을 통해 이상적인 WIP 분포를 

달성하기 위한 일간 무브먼트 목표를 결정한다. 금일 의 무브

먼트 목표는 해당 공정 이후의 모든 공정이 생산진도를 정확하

게 맞추고 있다면 해당 일의 정적 무브먼트 목표인 


가 

된다. 그러나 어떤 이유에서든 생산진도에 차질이 생겼다면, 이
는 이후 공정들의 WIP 목표와 실제 WIP의 차이로 나타나게 되

고, 결국 무브먼트 목표는 이 차이를 줄이기 위한 통제변수

(Control Variable)로 해석될 수 있다. 따라서 금일의 무브먼트 

목표를 결정하기 위해서는 해당 공정에서의 생산차질을 의미

하는 이후 공정들의 WIP 목표와 실제 WIP의 차이를 반영해야 

한다. 즉, 무브먼트 목표는 <Figure 8>과 같이 정적 무브먼트 




와 이후 공정들의 WIP 목표와 실제 WIP의 차이에 대

한 누적치인 




 의 합계로 정의된다. 
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Figure 8. Calculation of the movement targets

Figure 9. Concept of the simulator to forecast the movement

그러나 이미 많은 부분 생산진도가 계획에서 벗어나 있다면 

이 차이를 오늘 하루 동안 완벽하게 바로잡는 것은 현실적으로 

불가능하다. 또한 Fab 현장에서는 관리상의 이유로 인해 월간

생산계획은 반드시 충족해야만 하기 때문에, 틀어진 생산진도

가 적어도 금월 내에는 반드시 바로잡혀야한다. 따라서 본 연

구에서 제안하는 일간생산계획 방법론에서는 후속 공정들의 

WIP 차이를 금월 내 잔여일동안 평준화(Smoothing)하여 바로

잡는 방식을 이용한다. 이는 특정 공정에서의 생산량을 심하

게 변동시키는 것이 Fab의 안정성에 부정적인 영향을 미치기 

때문에, 가급적 매일 매일의 생산량 변동을 최소화하기 위함

이다. 따라서 금일 에 제품 에 대한 공정 의 무브먼트 목

표 는 <Figure 8>에 나타나 있는 바와 같이 정적 무브먼

트 


에 이후 공정들의 WIP 목표와 실제 WIP의 차이의 

합계 




 를 금월 물량을 생산하는 잔여생산일 








로 나눈 값을 합산함으로써    




 

 






와 같이 정의될 수 있다. 

3.4 시뮬 이션을 통한 보정  

위에서 언급한 사이클 타임 조정, WIP 목표 결정, 무브먼트 

목표 결정은 모두 제품 에 대해 독립적으로 진행된다. 따라서 

이와 같이 결정된 무브먼트 목표는 금월 내에 생산선형성을 회

복하기 위한 각 공정의 생산량이기는 하지만 Fab의 생산능력을 

감안했을 때 실현가능하다는 보장은 할 수 없다. 이와 같은 문

제점을 해결하기 위해 본 연구에서는 Fab을 모사할 수 있는 시

뮬레이터를 구축하였다. 구축된 시뮬레이터는 <Figure 9>에 묘

사되어 있는 바와 같이 기준정보, 상태정보, 생산계획, 운영로

직, 제약조건 등을 입력정보로 받아들여 시뮬레이션 모델 안에
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Figure 10. A simplified example for demonstrating the proposed method

서 각 개체들이 장비의 사용을 위해 경쟁하는 상황을 모사하여 

각 제품공정별로 특정 장비에서의 작업 시작시간과 종료시간

을 예측한 후, 이 정보를 기반으로 생산량을 예측한다. 즉, 시뮬

레이터는 무브먼트 목표, Fab의 현장정보, 장비생산능력을 반

영하여 APS 시스템에 장착된 스케줄링 로직에 따라 시뮬레이

션을 수행한 후 금일동안 특정 공정에서 처리될 수 있는 물량을 

출력한다. 시뮬레이터에 장착된 APS 시스템의 스케줄러는 결

정된 무브먼트 목표에 대한 달성정도를 각 제품공정별로 균형

화하면서 장비의 가동률을 최대한 높일 수 있도록 작업순서를 

결정한다. 이와 같은 과정을 거쳐 시뮬레이션을 통한 보정 단계

에서는 앞서 결정된 무브먼트 목표 를 시뮬레이터가 제공

한 금일의 제품 에 대한 공정 의 예측 생산량으로 대체한다. 
본 연구에서 사용한 시뮬레이터의 가장 중요한 역할은 반도

체 Fab 안에서 하루 동안 발생하는 제품공정별 무브먼트를 예

측하는 것이라고 할 수 있다. 이러한 무브먼트 예측의 정확도에 

가장 큰 영향의 미칠 수 있는 요인은 장비의 생산용량을 어떻게 

시뮬레이션 모델에 반영하는가와 시뮬레이션 모델 안에서 Lot
의 작업순서를 어떻게 결정하는가이다. 장비의 생산용량을 가

급적이면 현실적으로 반영하기 위해 미리 계획되어 있는 예방

정비시간은 시뮬레이션 모델에 그대로 반영하고 예측하기 어려

운 장비의 고장은 평균고장간격(Mean Time To Failure; MTTF)
과 평균수리시간(Mean Time To Repair; MTTR) 정보를 활용하

여 가동률(MTTF/(MTTF+MTTR))을 조정함으로써 반영하였다. 
또한 Lot의 작업순서를 최대한 APS와 동일한 방식으로 결정하

기 위해 일간 무브먼트 목표 준수, 준비시간 최소화, 전후공정 

균형화, 완전배치 형성 등의 일정계획 성능 목표를 효율적으로 

달성할 수 있는 로직을 내장한 디스패처를 시뮬레이터에 장착

하였다. 따라서 본 시뮬레이터는 현재의 WIP과 장비의 상태와 

작업순서만 동일하게 주어진다면 항상 동일한 예측결과를 생

성하게 된다. 이러한 측면에서 본 연구에서 사용하고 있는 시뮬

레이터는 정적, 이산사건, 결정적 특성을 갖는 일정계획 수립용 

시뮬레이터라고도 할 수 있다. 본 연구에서 사용하고 있는 시뮬

레이터는 VMS Solutions의 Virtual FAB 소프트웨어를 기반으

로 구축되었고 매일 오전 7시를 기점으로 하루에 3번 구동되어 

제품공정별 일간 무브먼트 예측치를 생성한다. 

3.5 일간생산계획 수립 차 요약

이상의 과정을 요약하면 특정 제품 의 공정 에 대한 금일 

의 일간생산계획 수립 절차를 다음과 같이 크게 4단계로 나

눠 서술할 수 있다. 

1단계 : 사이클 타임 조정

  × 











 ,    ⋯, 

  
 
 ⋯, 여기서 

는 


 



 ≥


를 최초로 만족시키는 공정 o

2단계 : WIP 목표 결정

Case 1 :    ⋯ 
  × ,    ⋯ 

Case 2 :  
  ×   ,    ⋯

3단계 : 무브먼트 목표 결정

   




 




, 

   ⋯,    ⋯ 

4단계 : 시뮬레이션을 통한 보정

모든 제품공정에 대해 무브먼트 목표 가 결정되면, 
를 입력정보로 받아들여 시뮬레이션을 수행한 후, 시뮬

레이터가 각 제품공정에 대해 출력한 일간 생산량 예측치로 

모든 제품공정의 무브먼트 목표 를 갱신한다. 

4. 일간생산계획 수립 예제

본 절에서는 일간생산계획 수립 방법론의 1단계, 2단계, 3단계
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Month Demand
(Production Planned)

Production  
Completed

Total
Production Days

Step
Movement

Production
Days Passed

Remaining  
Production Days

This Month 300 252 30 10 25 5
Next Month 620 0 31 20 0 31

Table 1. Basic information for the daily production planning

Number Operation

Given Information Step 1 Step 2 Step 3 Movement 
Target 

(Without 
Smoothing; 

Lot/Day)

Reference
Cycle
Time
(Day)

WIP
(Lot)

Modified
Cycle
Time
(Day)

Static  
Movement 

Target
(Lot/Day)

WIP  
Target
(Lot)

Difference
between

WIP and WIP 
Target(Lot)

Cumulated
Difference

(Lot)

Remaining 
Production 

Time
(Day)

Movement 
Target

(Lot/Day)

1 Fab In 1.00 16 1.000 20 10.00 -6.00 0.00 28.000 20.00 20.00 
2 Op_a 0.50 28 0.500 20 30.00 2.00 6.00 28.500 20.21 26.00 
3 Op_b 1.50 16 1.500 20 20.00 4.00 4.00 30.000 20.13 24.00 
4 Op_c 1.00 6 1.000 20 8.33 2.33 0.00 31.000 20.00 20.00 
5* Op_d 1.00 10 0.833 10 16.67 6.67 -2.33 0.833 7.20 7.67 
6 Op_e 2.00 8 1.667 10 4.17 -3.83 -9.00 2.500 6.40 1.00 
7 Op_f 0.50 3 0.417 10 4.17 1.17 -5.17 2.917 8.23 4.83 
8 Op_g 0.50 9 0.417 10 8.33 -0.67 -6.33 3.333 8.10 3.67 
9 Op_h 1.00 12 0.833 10 8.33 -3.67 -5.67 4.167 8.64 4.33 

10 Fab Out 1.00 252 0.833 10 250.00 -2.00 -2.00 5.000 9.60 8.00 
Total 10.00 360 9.000 140 360.00  0.00 　 　 128.51 119.50 

Table 2. Results for the daily production planning

*The most preceding operation among operations which have WIPs in front of them to be completed this month.

를 거쳐 무브먼트 목표가 생성되는 과정에 대한 이해를 돕기 

위해 단순화된 예제를 소개한다. 본 예제의 제품은 총 10개의 

공정으로 구성되어 있으며, Fab In 공정으로 시작되어 Op_a부
터 Op_h까지 8개 공정을 거친 후 Fab Out 공정을 통과함으로

써 완성된다. <Figure 10>에 나타나 있는 바와 같이 Fab In부터 

Fab Out까지의 총 사이클 타임은 10일이며, 각 공정에서 대기 

중인 WIP은 108 Lot이고, 완제품 재고는 252 Lot으로 총 재고

량은 360 Lot이다. 이 중 1번, 2번, 3번 공정 뒤에서 대기 중인 

물량 60 Lot은 차월 수요를 충족하기 위한 것이며, 4번부터 9
번까지의 공정 앞에서 대기 중인 물량 48 Lot과 이미 Fab Out
된 252 Lot은 금월 수요인 300 Lot을 충족시키기 위한 것이다. 
본 예제의 문제 상황은 <Table 1>에 요약되어 있다. 금월의 수

요는 300 Lot이며, 어제까지의 생산실적은 252 Lot이다. 금월

의 생산일수는 30일이며, 오늘은 26일이고, 따라서 금월의 잔

여생산일은 오늘을 포함하여 5일이 된다. 금월의 스텝 무브먼

트는 금월의 수요 300 Lot을 금월의 생산일수 30일로 나눈 값 

10 Lot/일이 된다. 차월의 수요는 620 Lot이며 생산일수가 31
일이기 때문에 스텝 무브먼트는 20 Lot/일이 된다. 
일간생산계획을 수립하기 위해서는 먼저 1단계에서 사이클 

타임을 조정해야 한다. 본 예제의 경우 <Figure 10>과 같이 금

월의 수요를 충족하기 위해서는 5번 공정 앞에 대기 중인 WIP 
이후의 모든 WIP이 Fab Out되어야 한다. 따라서 

는 5번 공

정, 즉, Op_d가 된다. 따라서 5번 공정 앞의 WIP이 금월 내에 

Fab Out 되기 위해서는 5번 공정 이후 공정들의 사이클 타임의 

합계인 6일이 금월의 잔여생산일 5일과 같아져야 한다. 따라

서 사이클 타임 진도조정비율은 0.833(= 5/6)이 된다. 진도조정

비율이 적용되어 새롭게 수정된 사이클 타임은 <Table 2>의 

다섯 번째 열에 나타나 있다. 차월 물량에 해당하는 1번부터 4
번 공정은 

를 결정할 수 없기 때문에 사이클 타임이 조정되

지 않은 채 그대로 유지된다(차월 물량에 대응하는 공정들의 

사이클 타임에 대한 조정은 차월 수요를 위한 모든 물량이 Fab 
In된 이후에 이루어진다). 조정된 이후, 5번부터 10번 공정까

지의 사이클 타임의 합계가 잔여생산일인 5일과 동일해지는 

것을 확인할 수 있다.
2단계에서는 먼저 정적 무브먼트 목표를 결정한다. 금월 물

량에 해당하는 5번부터 10번 공정까지의 경우 월간 수요 300 
Lot을 생산일수 30일로 나눔으로써 정적 무브먼트 목표가 10 
Lot/일이 되고, 차월 물량에 해당하는 1번부터 4번 공정까지의 

경우 월간 수요 620 Lot을 생산일수 31일로 나눔으로써 정적 

무브먼트 목표가 20 Lot/일이 됨을 확인할 수 있다. 다음으로 

WIP 목표를 구하기 위해 후 공정의 조정된 사이클 타임과 정

적 무브먼트 목표를 곱하면 <Table 2>의 일곱 번째 열에 나타

나 있는 WIP 목표를 구할 수 있다. 예를 들어, 8번 공정의 WIP 
목표는 9번 공정의 조정된 사이클 타임 0.833일에 정적 무브먼

트 목표 10 Lot/일을 곱함으로써 8.33 Lot이 된다. 반면 10번 공

정인 Fab Out 공정의 WIP 목표는 금월 수요 300 Lot에 금월의 
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Figure 11. Comparison of three movement target values for the example

총 생산일수 대비 경과된 생산일수의 비율인 25/30을 곱함으

로써 250 Lot이 된다. 
3단계에서는 먼저 각 공정에 대해 WIP 목표와 실제 WIP 간 

차이를 구한다. 이 차이는 <Table 2>의 여덟 번째 열에 나타나 

있다. 예를 들어, 9번 공정의 WIP 차이는 WIP 목표 8.33 Lot에
서 실제 Fab에 존재하는 WIP 12 Lot을 빼준 값인 -3.67 Lot이 

된다. 이는 9번 공정 다음에 쌓여있는 WIP이 3.67 Lot 만큼 과

잉상태에 있다는 것을 의미한다. 다음으로는 앞서 계산된 WIP 
차이를 Fab Out 공정으로부터 누적함으로써 누적차이를 계산

한다. 예를 들어, 8번 공정의 누적 차이는 8번, 9번, 10번 공정

의 WIP 차이 -2 Lot, -3.67 Lot, -0.67 Lot의 합계인 -6.33 Lot이 

된다. 다음으로 각 공정의 잔여생산일은 
인 5번 공정으로부

터 해당 공정까지의 조정 사이클 타임의 합계로 계산된다. 예
를 들어, 7번 공정의 잔여생산일은 5번, 6번, 7번 공정의 조정 

사이클 타임 0.833일, 1.667일, 0.417일의 합계인 2.917일이 된

다. 반면 1번부터 4번까지의 공정은 앞서 언급한 바와 같이 


를 결정할 수 없기 때문에 차월 물량의 생산이 시작되는 4번 

공정의 잔여생산일을 차월의 생산일수로 정하고, 이전 공정들

에 대해서는 차월의 생산일수에서 해당 공정 바로 다음 공정

으로부터 4번 공정까지의 사이클 타임의 합계를 빼줌으로써 

잔여생산일을 계산한다. 1번 Fab In 공정의 잔여생산일은 차월

의 생산일수 31일에서 2번, 3번, 4번 공정의 사이클 타임 0.5일, 
1.5일, 1일의 합계를 빼줌으로써 28일이 된다. 마지막으로 무

브먼트 목표는 정적 무브먼트 목표에 누적된 WIP 목표와 실제 

WIP 차이를 잔여생산일로 나눈 값을 더함으로써 결정된다. 예
를 들어, 5번 공정의 무브먼트 목표는 정적 무브먼트 목표 10 
Lot/일에서 누적 WIP 차이 -2.33 Lot을 잔여생산일 0.833일로 

나눈 값을 합산함으로써 7.2(= 10-2.33/0.833) Lot/일로 결정된다. 
즉 5번 공정은 진도가 빠르니 평소(10 Lot/일)보다 2.8 Lot/일만

큼 적게 생산하라는 목표를 부여하는 것이다. 
이와 같이 잔여생산일을 이용하여 평준화를 시키지 않는 경

우에는, 무브먼트 목표가 단순히 정적 무브먼트 목표에 누적 

WIP 차이를 합산한 값이 된다. <Table 2>의 마지막 열에 나타나 

있는 값이 바로 평준화시키지 않은 무브먼트 목표 값이다. 평준

화된 무브먼트 목표와 그렇지 않은 무브먼트 목표 그리고 정적 

무브먼트 목표의 차이를 비교하기 위한 그래프가 <Figure 11>
에 나타나있다. <Figure 11>에 나타나 있는 바와 같이, 정적 무

브먼트 목표는 해당 월에 대해 일정한 값을 가지는 반면 평준화

하기 전의 무브먼트 목표는 누적된 WIP 차이를 모두 반영하여 

일간 생산량을 결정하기 때문에 공정에 따라 정적 무브먼트 목

표와 큰 차이를 나타내게 된다. 그러나 이와 같이 정적 무브먼

트 목표와 크게 차이가 나면 Fab의 생산안정성을 저해할 수 있

으며 각 공정별로 매일같이 큰 폭의 생산량 차이를 발생시킬 수 

있으므로 생산선형성 역시 충족하기 어렵다. 그러나 잔여생산

일을 이용하여 평준화시킨 무브먼트 목표를 보면 정적 무브먼

트 목표에서 크게 벗어나 있지 않음을 알 수 있다. 이 전략은 

WIP 목표에서 벗어나 생산진도가 제각각인 공정들을 금월에 

남아있는 잔여생산일 동안 일정하게 균형화하여 금월 말까지 

완벽하게 생산진도를 맞추는 방식을 통해 급격한 생산량의 변

화를 지양함으로써 보다 안정적인 Fab 운영을 가능하게 한다. 
또한 차월 물량의 경우 아직 잔여생산일이 충분히 남아있기 때

문에 무브먼트 목표가 정적 무브먼트 목표와 거의 차이가 나지 

않음을 확인할 수 있다. 실제 Fab에서는 이와 같은 무브먼트 목

표 결정 과정이 모든 제품에 대해 독립적으로 수행된 후, 결정

된 무브먼트 목표를 시뮬레이션을 통해 보정한 후 Fab에 금일

의 생산목표로 제시한다. 이렇게 제시된 무브먼트 목표는 APS 
시스템에 입력되어 스케줄링 로직을 구동하기 위한 핵심적인 

자료로 활용된다. 

5. 결  론

본 연구에서는 월간생산계획이 주어져 있는 경우 WIP 분포를 

생산진도에 맞게 균형화함으로써 생산선형성을 최대한으로 

유지할 수 있는 일간생산계획 수립 방법론을 제시하였다. 제
안된 방법론에서는 생산진도에 따라 각 공정의 사이클 타임을 

조정하고, 각 공정에 대한 적정재고 수준을 일정하게 유지하

기 위한 WIP 목표를 설정한 후, WIP 목표를 맞춰나감으로써 
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생산진도를 알맞게 조절할 수 있는 무브먼트 목표를 결정하였

다. 그러나 이와 같이 결정된 무브먼트 목표는 Fab이 달성해야

할 이상적인 생산량이기는 하지만, 생산용량의 제약으로 인해 

달성이 어려운 경우가 종종 발생한다. 따라서 시뮬레이션 모

델을 이용하여 모의실험을 수행함으로써, 생산용량의 제약 하

에서 최대한 모든 제품공정에 대한 무브먼트 목표가 고르게 

달성될 수 있도록 무브먼트 목표를 보정한다. 
본 연구에서 제안된 방법론을 실제 메모리 반도체 Fab에 적

용해 본 결과, 제품별 월간 생산계획이 충실하게 달성되며, 
Fab In, Fab Out 공정을 비롯한 각 공정의 일간, 교대조간, 시간

대간 생산량이 과거에 비해 큰 흔들림 없이 일정한 수준을 유

지하는 것을 확인할 수 있었다. 또한, Fab Out되는 Lot들의 전

체 사이클 타임(Fab Out 시간 -Fab In 시간)의 평균이 20% 이상 

단축되며, 특히 전체 사이클 타임의 분산이 크게 감소하는 것

을 확인할 수 있었다. 이는 일간 생산계획 수립, 즉, 무브먼트 

목표의 조정을 통해 지속적으로 진도관리를 수행함으로써, 늦
춰진 제품의 공정은 생산을 촉진하고 빨라진 제품의 공정은 

생산을 지연시키기 때문이다. 또한 이와 같은 생산선형성 향

상 효과는 전체적인 WIP 수준의 감소와 Blocking과 Starvation
의 감소로 인한 장비의 가동률 향상으로 나타났다. 물론 이러

한 효과가 모두 본 연구에서 제안하고 있는 일간생산계획 수

립 방법론에 의한 것이라고는 할 수 없다. 왜냐하면 동 기간에 

Fab에는 생산계획 및 일정계획 부문에 대한 다양한 측면에서

의 개선활동이 있었기 때문이다. 그렇지만 이러한 개선활동의 

최상위 의사결정 단계에 제품공정별 일간 무브먼트 목표를 결

정하기 위한 일간생산계획 수립 방법론이 존재하며, 제안된 

방법론이 이러한 개선성과에 가장 큰 부분을 기여한 것이라는 

사실에는 이견이 없었다.
향후에는 일간생산계획을 수립함에 있어서, Fab 간 상호 협

력을 통해 상대방 Fab의 물량을 백업(Backup)하는 상황을 가

정하여, 다수 Fab의 생산용량 활용상의 효율성을 극대화할 수 

있는 무브먼트 목표를 결정하는 문제에 대한 연구를 진행할 

예정이다. 반도체 Fab의 생산계획 문제를 해결함에 있어서 무

엇보다 중요한 것은 아주 복잡하고 이론적인 그러나 수많은 

가정을 통해 Fab을 단순화하여 문제를 해결하는 접근방법은 

현장에 적용하여 성공하기가 매우 어렵다는 점이다. 현장의 

제조관리 인력을 설득하여 자동화된 생산계획 방법론을 현장

에 적용하기 위해서는 제안된 방법이 충분히 현실성이 있어야

하며 생산계획이 수립되는 과정을 명확하게 설명할 수 있어야 

한다. 이러한 측면에서 본 연구에서 제안한 방법론은 현장의 

생산관리 담당자와 공감대를 형성할 수 있었으며 메모리 반도

체 Fab에 성공적으로 적용될 수 있었다. 
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